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2018年中国半导体产业资本开支将大幅增长
IC Insights 近日发布的报告指出，预计 2018 年中国半导体产业资本开支将达到 110 亿美元，占全球的 10.6%。 

数据显示，2014-2017 年，中国半导体产业的资本开支分别为 15 亿美元、22 亿美元、39 亿美元、79 亿美元。 

IC Insights 表示，除中芯国际外，长江存储、合肥睿力、福建晋华、上海华力等公司将在 2018 年和 2019 年花费

大量资金购买设备及扩建新的晶圆厂。上市公司方面，32 家公司一季报资本开支合计为 33 亿元，同比增长 35.47% ；

主要集中在三家封测企业，分别为长电科技、华天科技、通富微电。 

分析人士表示，资本开支大幅增加，显示出国内半导体产业的高景气，半导体设备厂商有望率先受益。由于核心

设备多为进口，国内设备厂商的受益有限，拥有先进制程技术的设备厂商机会更多。 

SEMI年中预测：2018年全球半导体设备市场将达627亿美元
SEMI 发布年中预测：2018 年半导体制造设备全球的销售额预计增加 10.8% 至 627 亿美元，超过去年创下的 566

亿美元的历史高位。预计设备市场 2019 年将会创下另一个纪录，预计增长 7.7% 至 676 亿美元。

SEMI 年中预测指出，2018 年晶圆加工设备将增长 11.7% 至 508 亿美元。由晶圆厂设备，晶圆制造和光罩设备组

成的前端部分预计今年将增长 12.3%，达到 28 亿美元。预计 2018 年封装设备将增长 8.0% 至 42 亿美元，而半导体测

试设备预计今年将增长 3.5% 至 49 亿美元。

2018 年，韩国将连续第二年保持最大的设备市场地位。中国排名将上升，首次位居第二，台湾地区将下滑到第三位。

除台湾以外的所有国家（地区）都将有所增长。中国将以 43.5% 的增长率领先，其他国家和地区，东南亚为 19.3%，

日本 32.1%，欧洲 11.6%，北美 3.8%，韩国 0.1%。

SEMI 预测，到 2019 年，中国的设备销售将增长 46.6%，达到 173 亿美元，跻身榜首。中国，韩国和台湾地区将

是前三大市场。韩国预计将变成第二大市场，为 163 亿美元，而台湾预计将达到 123 亿美元。

上海新昇12英寸硅晶圆通过认证
目前国内硅晶圆的缺口很大，尤其是用于高端制造工艺的 12 英寸晶圆。上海新昇半导体科技有限公司日前宣称其

12 英寸晶圆已经通过了华力微电子的认证，预计今年底产能可达 10 万片 / 月，而最终的产能高达 60 万片晶圆 / 月。

上海新昇半导体科技有限公司是 2014 年由上海新阳、上海硅产业投资有限公司等联合创立的一家半导体材料公司，

主要研发、生产集成电路所用的硅晶圆，承担了国家 02 专项核心工程之一的 "40-28 纳米集成电路制造用 300 毫米硅

片 " 项目，项目总投资约 68 亿元，其中一期总投资约 23 亿元，完成后预计 300mm 硅晶圆月产能为 15 万片，最终将

达成 300mm 硅晶月 60 万片 / 月的产能，年产值达到 60 亿元。

台积电与台大合作3nm制程关键技术
台湾去年 8 月宣布半导体射月计划，透过公开征求方式，从 45 个申请团队中评选出 20 项前瞻科研计划，聚焦在

前瞻感测、内存与资安、AI 芯片、新兴半导体等 4 大领域，并经由专家咨询会议及业界指导建议， 提高计划团队所提

关键技术或产品，必须具有达成或超越国际标竿规格。

20 项前瞻计划都是业界主题，业界一开始就参与计划研究。包括台积电、联发科、台湾应材、新思科技、联咏、

世界先进、旺宏、高通、华邦、友嘉、上银、中信造船等都参与其中。

最被外界关注的是台积电与台大联合研发中心合作主题“下世代技术节点的材料、制程、组件及电路热仿真之关

键技术”；此为台积电 3nm 制程关键技术，希望透过与学界合作研发一举突破，台积电主要设备商台湾应材也将参与

该计划。

台湾 IC 设计在世界具有领先地位，希望藉由半导体射月计划的推动，强化半导体产业与人工智能终端核心技术竞

争力，链结智能终端产、学、研前瞻技术能量，带领台湾迎接 AI 应用爆发的来临，并以跳跃式的速度赶上全球科技发展。



INDUSTRY NEWS产业报道

www.siscmag.com                                                                                                                   半 导 体 芯 科 技     2018年  8/9月         7

华天科技拟在南京投建先进封测产业基地
华天科技公司拟在南京浦口经济开发区投资建设南京集成电路先进封测产业基地项目。公司与南京浦口经济开发

区管理委员会签订南京集成电路先进封测产业基地项目《投资协议》。项目总投资 80亿元，分三期建设，主要进行存储器、

MEMS、人工智能等集成电路产品的封装测试。全部项目计划不晚于 2028 年 12 月 31 日建成运营。 

华天科技公司表示，本项目的实施符合国家发展集成电路产业的战略要求，同时长三角地区为我国集成电路产业

的主要聚集区，且南京区位优势明显、经济发展水平较高、半导体产业基础较好，此外南京及周边地区聚集了大量集

成电路产业方面人才，公司此次对外投资将充分利用当地区位、政策和产业生态建设的综合优势，扩大公司先进封装

测试产能，进一步提升公司市场地位，增强公司核心竞争力。

北京燕东集成电路研发产业化及封测平台建设项目封顶
近日，北京燕东微电子科技有限公司的 8 英寸集成电路研发产业化及封测平台建设项目主厂房顺利封顶，标志着

项目顺利完成节点施工任务，取得重大阶段性进展。该项目投产后将为北京地区设计企业、科研院所提供试制平台，

为装备和材料企业提供验证平台，有助于加快北京打造全国集成电路产业的技术创新中心。 

燕东集成电路研发产业化及封测平台建设项目共有 18 个单体建筑，是 2018 年北京市推进全国科技创新中心建设，

赋予开发区 20 项重点任务之一，项目建成后将作为 8 英寸芯片研发、制造、封装为一体的综合芯片生产厂区。该项目

将是北京首条大规模量产 8 英寸集成电路产线，主要生产 8 英寸线宽达 0.11um 集成电路芯片及其封装后的产品，预计

量产后月产能可达到 5 万片。同时，项目通过与国际顶尖驱动电路、功率器件厂商合作，将建成国内技术最先进的特

色工艺产线，为北京地区设计企业、科研院所提供试制平台，为装备和材料企业提供验证平台。

上海构建全球硅光子研发中心
上海市政府提出上海要形成完整的硅基光互连芯片产业链，打造世界级硅光子基地。去年，硅光子被列入首批市

级重大专项，投入大量经费，布局硅基光互连芯片研发和生产。据悉，近日，张江实验室牵头承担的硅光子市级重大

专项在工艺技术方面取得突破，具备了光芯片流片能力。预计今年年内，我国第一条硅光子研发中试线将在沪建成。

这一专项志在上海打造硅光子芯片全产业链，掌握关键核心技术，成为一个全球的研发中心，让国内企业摆脱对国外

光芯片供应商的依赖。

硅光子市级重大专项技术负责人、中科院上海微系统与信息技术研究所研究员余明斌介绍，硅基光互连芯片是新

一代通信芯片，在全球方兴未艾，正在逐步取代传统的电芯片，成为通信芯片的主流。因为大量电子在高密度电路里

运动时，会使器件发热，还会产生电磁损耗，这就影响了芯片的速度、功耗等性能。与之相比，光的运动要“轻盈”

得多——速度全宇宙最快，运动时不产生热量，而且多路光线能在同一个时空里运动并保持各自的独立性，从而大幅

节省信号传输通道。

TowerJazz 日本工厂 65nm RF-SOI技术实现量产
以色列特种晶圆代工厂商 TowerJazz 近日宣布其 65nm RF-SOI 技术已在位于日本鱼津的 300mm 工厂实现量产。

为了保证该工厂数万片 300mm SOI 硅晶圆的顺利供应，TowerJazz 与其长期合作伙伴半导体材料供应商 Soitec 签

订了一份供应合同，以确保未来几年内在 SOI 晶圆市场紧俏的情况下，晶圆供应不受影响。

据了解，TowerJazz 的 65nm RF-SOI 工艺能够为结合了高性能低噪声放大器和数字集成的 RF 开关提供低插入损耗

和高功率处理能力，从而减少 RF 开关过程中的损耗，提高电池寿命，提高手机以及物联网终端的数据传输速率。

据移动通信市场研究公司 LLC 的分析师预计，移动射频前端市场规模将会从 2018 年 160 亿美元增长到 2022 年的

220 亿美元。随着 TowerJazz 的 RF-SOI 工艺技术实现新的突破，将有可能继续推动这一市场高速增长，甚至在下一代的

5G标准中大展拳脚。要知道，5G带来的高速率需要更好的射频器件，而TowerJazz工艺所提供的特性将能够满足这一需求。
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汽车产业加速SiC市场攀升 
Yole Developpement 预测：全球碳化硅 (SiC) 功率半导体市场将从 2017 年的 3.02 亿美元，快速成长至 2023 年的

13.99 亿美元，2017-2023 年市场年复合成长率为 29%。未来 5-10 年，随着汽车制造商于主逆变器、车载充电器 (OBC)，

以及 DC-DC 转换器等装置陆续采用 SiC 功率半导体，汽车产业将成 SiC 市场加速成长的关键推手。 

Yole 预估 2018 年全球将会有超过 20 家的汽车业者，在 OBC 中使用基于 SiC 肖特基二极体或 SiC MOSFET ；未

来 SiC 功率半导体在 OBC 市场中有望以 CAGR 44% 的速度成长至 2023 年。另外，Yole 预估将有愈来愈多的汽车制造

商会在主逆变器中采用 SiC 功率半导体，特别是中国车商，近几年更是纷纷考虑使用 SiC 功率元件，因此，2017-2023 年，

SiC 功率元件在主逆变器市场的 CAGR，更可能高达 108%。 

除了汽车之外，Yole 认为 PV 也可能成为另一个推动 SiC 功率半导体市场成长的要素。不过，从整体成本考量，

虽然 SiC 功率半导体的性能和可靠性优于 Si 元件，但系统制造商仍会因 SiC 功率元件成本较高，因此在导入时有所保留。

Yole 补充，目前 SiC 功率半导体市场的成长因素来自于功率因素校正 (PFC) 和太阳能光伏领域中的二极体产品，

但预计在未来 5 年，电晶体产品将会成为 SiC 功率半导体市场的成长主力，其采用原因来自于 SiC 电晶体可靠度和性

能提高，终端制造商的信心也随之提升。 

浙江自立联合北京化工大学加快光刻胶酚醛树脂的产业化 
光刻胶酚醛树脂，是制造芯片的关键材料之一。这一产品技术长期被日本、美国等发达国家垄断，国内使用这种

材料仍依赖进口。

去年底，浙江自立股份有限公司通过与北京化工大学合作，投资 1 亿元上马年产 2 万吨光刻胶酚醛树脂技改项目。

近日，自立股份下属的自强高分子化工材料有限公司与北京化工大学联合成立“高性能酚醛树脂联合实验室”，此举将

进一步加快半导体用光刻胶酚醛树脂的产业化进程。北京化工大学在光刻胶酚醛树脂的合成、生产及应用领域已有 30

多年研究历史。北京化工大学材料科学与工程学院教授苏志强称 “我们已攻克关键技术”，光刻胶酚醛树脂量产，将为

我国芯片产业发展提供保障。 

新思科技武汉全球研发中心顺利封顶
新思科技武汉全球研发中心近日顺利封顶。武汉市政府、新思科技全球高管和武汉全球研发中心相关领导共同出

席封顶仪式。新思科技武汉全球研发中心座落于武汉东湖新技术开发区，是新思科技在海外首次投资建设的顶级研发

中心，预计 2019 年建成投用。它拥有先进和完善的研发技术平台、管理体系和人才培养体系，专注于开发全球半导体

产业和电子信息产业所需的前沿技术和产品，同时为当地人才培养提供了一个优秀平台。

新思科技全球总裁兼联席 CEO 陈志宽博士表示：新思科技武汉全球研发中心封顶是新思科技在中国发展的重要里

程碑，将有力促进中国半导体和电子信息产业的快速发展，并在支持公司的全球战略布局上发挥重要作用。

Manz 亚智科技首台国产化G10.5面板湿制程设备研发成功并出货
Manz 亚智科技成功研发并销售第一台 G10.5 面板湿制程设备，现已出货至客方进行安装调试。此为 Manz 首台国

产化 G10.5 面板湿制程设备，为 G10.5 面板湿制程设备创下了国产化的里程碑。Manz 亚智科技作为终端产品不断推陈

出新的幕后推手，20 多年以来一直为全球面板大厂提供创新的化学湿制程设备。G10.5 面板湿制程设备验证了 Manz

的研发设计成果，凭借精良的结构强度设计、优异的传送稳定度、卓越的风刀吹干能力与安全的药液控制设计，在此

次成功交付第一台 G10.5 设备的同时，也获得来自另一家知名面板制造商的订单，预计将在 2019 年第一季度出货。
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K
LA-Tencor公司近日推出两款全

新缺陷检测产品，在硅晶圆和

芯片制造领域中针对先进技术

节点的逻辑和内存元件，为设备和工

艺监控解决两项关键挑战。VoyagerTM 

1015 系统提供了检测图案化晶圆的新

功能，包括在光刻胶显影后并且晶圆

尚可重新加工的情况下，立即在光刻

系统中进行检查。Surfscan® SP7 系统

为裸片晶圆、平滑和粗糙的薄膜提供

了前所未有的缺陷检测灵敏度，这对

于制造用于 7nm 节点逻辑和高级内

存元件的硅衬底非常重要，同时也是

在芯片制造中及早发现工艺问题的关

键。这两款新的检测系统都旨在通过

从根源上捕捉缺陷偏移，以加快创新

电子元件的上市时间。

“在领先的 IC 技术中，晶圆

和芯片制造商几乎没有出错的空

间，”KLA-Tencor 资深副总裁兼首席

营销官 Oreste Donzella 说。“新一代

芯片的关键尺寸非常小，以至于在裸

硅晶圆或镀膜监控晶圆上，那些可以

KLA-Tencor两款全新缺陷检测系统

解决工艺和设备监控的关键挑战

细的 EUV 光刻胶材料。

Voyager 1015 图案化晶圆缺陷检

测系统将新型光源、信号采集和传感

器完美结合，填补了业界针对显影后

检测（ADI）方面的长期空白。这一

革命性的激光散射检测系统在提升灵

敏度的同时也可以减少噪声信号——

并且与最佳替代品相比得到检测结果

要迅速得多。像新型 Surfscan SP7 一

样，Voyager 系统具有功率密度的独

特控制功能，可对显影后敏感精细的

光刻胶材料进行在线检测。在光刻系

统和晶圆厂其他（工艺）模块中对关

键缺陷进行高产量捕获，使得工艺问

题得以快速辨别和纠正。

第一批 Surfscan SP7 和 Voyager 

1015 系统已在全球领先的晶圆、设备

和芯片制造商的工厂中投入使用，与

KLA-Tencor 的 eDR® 电子束缺陷检

查分析系统以及 Klarity® 数据分析系

统一起，用以从根源上识别工艺控制

的问题。更多相关信息，请访问网站

http://www.kla-tencor.com。

导致良率损失的缺陷尺寸已经小于现

有设备监测系统的检测极限。此外，

无论是 193i 还是 EUV，缺陷检测领

域的关键是如何可靠地检测到光刻工

艺早期所引入的良率损失缺陷。我们

的研发团队开发出两种新的缺陷检测

系统——一种用于无图案 / 监控晶圆，

一种用于图案化晶圆——为工程师快

速并准确地解决这些难题提供了关键

助力。”

Surfscan SP 无图案晶圆缺陷检测

系统采用实质性创新的光源和传感器

架构，并实现了足以改变行业面貌的

灵敏度，其分辨率与前一代市场领先

的 Surfscan 系统相比有着划时代的提

升。这种前所未有的分辨率的飞跃是

检测那些最小的杀手缺陷的关键。新

分辨率的范围可以允许对许多缺陷类

型（如颗粒、划痕、滑移线和堆垛层错）

进行实时分类——无需从 Surfscan 设

备中取出晶圆或影响系统产量。同

时，对功率密度峰值的精确控制也使

得 Surfscan SP7 能够检测薄而精致精

KLA-Tencor全新缺陷检测设备：Voyager™ 1015与Surfscan® SP7将助力最先进的逻辑与存储技术节点，支持制程控制与制造设备监控。
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（广   告）

ASCO凭借着丰富的产品组合，助力晶圆制

造和硅片切割技术，为半导体制造行业提供

完整的解决方案。

电影制作设备均含有精密的元件和芯片，芯片是平板显示器、

闪存、电脑等数码产品必不可少的组成部分。正是因为有了这些

设备，我们才能看到精彩的大片。除此之外，半导体芯片同样被

用于汽车控件、人工智能、新能源等诸多领域。

如此重要的芯片，制造过程非常复杂，包括芯片设计、晶圆

生产、封装测试等多个工艺环节，每个环节都不能出现任何纰漏！

ASCO优质产品 助力“芯”制造

芯片制造作为半导体制造中极其重要的一环，是将经过 IC

设计厂精密设计的电路，通过光刻、离子注入、抛光等一系列工

艺步骤转移到晶圆上来，从而制造出具备所需功能的 IC 芯片。

作为流体自动化电磁阀领域的的领跑者，ASCO 凭借着丰富

的产品组合，助力晶圆制作和硅片切割技术，为半导体制造行业

提供完整的解决方案。

ASCO 拥有适用于半导体制造领域的专业而全面的产品线，

有着先进的行业技术加持和过硬的产品品质，产品适用以下工艺

设备：扩散、镀膜、光刻、刻蚀、等离子注入、薄膜生长、抛光、

金属化、清洗等。

 ASCO 290系列

ASCO 290 系列，拥有可控的比例角座阀，能根据实际需求

调节阀门开度。同时，过硬的品质让该系列产品适用于蚀刻水冷

却、抛光水冷却等冷却工艺。

 ASCO 203系列

ASCO 203 系列比例阀，流量控制精度高，流量适用范围较

宽广，适用于半导体生产过程中的多种场景。

ASCO Sentronic617系列

Sentronic 系列产品凭借占地小，使用方便、模块化设计以

及先进的软件系统支持等多种优势，令 Sentronic 全系列在任何

应用情况下都能体现出优越的产品适应性，从而优化生产过程。

现今我们生活中的许多划时代的产品都离不

开半导体技术。芯片(集成电路)制造技术是当今世

界最高水平微细加工技术，是全球高科技国力竞

争的战略必争制高点。

应用案例
硅片切割工艺改进引发的生产难题

解决方案：ASCO 290系列、203系列

硅片切割是芯片生产中对技术有精确要求的环节。随着传统

的不锈钢线切割工艺转型为金刚石切割工艺，切割工艺速度提高

5 倍，生产效率更高的同时，也产生了诸多生产难题。

冷却水中含有大量来自旧管道系统遗留下来的难以清洗的

杂质。针对此难题，ASCO 的比例角座阀 290 系列是不二之选。

它不受冷却水中杂质的影响，可根据温度的反馈即时迅速地调

节阀门，通过精密的温度控制来提高工艺效率，降低产品的不

良率。

同时，高速切割过程需要高流量的生产需求，ASCO 203 系

列可完美解决，203 系列拥有 12.5mm 孔口尺寸（大于 10mm 管

径内径），适用于高速切割加工的高冷却水流量。

芯片制造中高效低耗生产的需求

解决方案：ASCO Sentronic617系列

芯片生产行业竞争激烈，实现高效低耗生产，在激烈的市场

环境中脱颖而出是厂家长期追求的目标。

ASCO Sentronic617 系列比例阀，适合于广泛的机械控制应

用，在半导体制造领域有着巨大的应用潜力。它们用于运行关键

的控制系统，可以为客户提供针对流量或压力控制需求的高效经

济、创新性解决方案。

ASCO 617 系列设计紧凑，功能多样，具备智能化易操作的

交互系统。它的使用介质为惰性气体与压缩空气，可控制的压力

范围从真空到 16bar，可以实现全范围和高精度的压力调节，从

而帮助客户灵活方便地优化工艺，提高生产效率。

同时，ASCO 617 系列通过先导控制系统实现低能耗

（＜ 4W），有利于厂家实现生产低能耗以及可靠持续的生产需

求。

不仅如此，当这些相关的产品组合在一起使用，更出色地

发挥安全稳定的性能，多重保障之下为您的生产贴“芯”护航！

聆听用户的需求，并提供我们专业的产品解决方案，是用

户与我们共同的诉求。ASCO 不但可以提供不同接口尺寸、压

力、电气防护以及接线方式等标准产品，还能够根据特殊应用

要求，为您定制相关的非标准化产品，助力半导体生产“芯”

制造！

“小身材，大能量”的秘密 

               系列产品能够克服冷却水中杂质的影响，通过精密压力和

温度控制提高工艺效率，降低产品的不良率，满足晶圆高速切割过

程高流量的生产需求。更多信息请联络当地销售办事处或前往活动

页面www.gotoasco.com了解。

The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co . ©2017 Business Unit name.

Asco.korea@ascovalve.com

86-21-3338 7300
semiconductor-sales@emerson.com
联系我们:

617系列 203系列290系列

“晶”益求“精”，ASCO精密控制的

    晶圆高速切割工艺解决方案
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无
损检测已经成为检测技术的一

种发展趋势，2018年 7月 5-8日，

“2018 远东无损检测新技术论

坛”在厦门举行，本届论坛以“无损

检测将进入 IoT 时代”为主题，汇集

海内外专业人士，分享讨论了无损检

测领域的最新技术、公益、装备及科

研信息，促进行业理论研究、技术开

发和应用创新。

作为业界领先历史悠久的光学企

业，奥林巴斯出席此次论坛活动，举

行媒体发布会并现场展示其全新一代

工业内窥镜产品 IPLEX G Lite。奥林

巴斯科学事业统括本部副本部长赵新

安、销售管理课经理刘浩、产品应用

经理陈刚、市场战略部副部长华勇等

领导出席会议，与业内媒体分享全新

工业内窥镜 IPLEX G-LITE 全新升级

的奥秘。

 

奥林巴斯新一代工业内窥镜IPLEX 
G-LITE：设计精巧, 性能卓越

奥林巴斯产品应用经理陈刚先生

介绍：在进行工业检测时，工业内窥

镜的作用不可小觑。它可以在不拆卸、

奥林巴斯发布全新无损检测解决方案

的处理器，使得内窥镜拥有更强大的

后台运算能力，基于这个功能，奥林

巴斯又开发了一套后台独立存储系

统，哪怕是视频纪录功能没有开启或

者没有意识到检测的现象即将到来，

后台芯片都会帮助检测人员自动纪录

每时每刻发生的检测现象，毫无后顾

之忧。

3. 防油镜头，奥林巴斯最新研发

的防油镜头，通过对于光学适配器的

重新设计，利用排油槽的毛细现象，

排除至少 80% 以上的油液，大大减

少油液对于图像质量的影响。通常如

果有油液沾染到光学适配器，检测人

员首先会把插入管从检测物中取出，

然后进行擦拭，再把插入管放入到检

测物中进行检测，这个过程当中往往

会发生因为检测位置发生了变化，比

较难找到之前相同的检测点，也比较

容易遗漏相应的缺陷。通过最新型的

防油镜头可以大大避免这种情况的发

生。

4. 图像 WiFi 功能，能让 IPLEX 

G_LITE 工业视频内窥镜实现和智能

手机以及平板电脑在工作现场进行连

接，进行图像数据的传输，帮助客户

使用第二个屏幕进行快速的复检，大

大增加工作的效率。

不破坏组装或者设备不停止运行的情

况下对设备进行安全检测，并且可以

对各种形状的管道进行探查，观察不

能直视到的部位。工业内窥镜的应用

比较广泛，从航空航天，到石油石化，

汽车工业，综合制造，警用行业以及

半导体等很多领域。

相比前一代产品，IPLEX G Lite

在便携性、防护性、操控性、视频和

图像质量，以及功能性上都有了更加

革新的突破。无论是工业现场制造检

测还是工业设备检测维护，IPLEX G 

Lite 都能轻松应对，助力专业人员轻

松获得更准确的检测结果。

IPLEX G Lite 工业内窥镜的重量

仅为 1.15 千克，并且符合人体工学设

计，方便操作人员工作时的持握，使

检测过程更加轻松。IPLEX G Lite 工

业内窥镜在保证了携带便利的同时，

还完全符合 IP65 防尘防水标准，可

经受各种严苛工作环境的考验。

陈刚先生强调：作为便携型产品，

IPLEX G Lite 虽然设计精巧，体积不

大，但是其性能已经远远超越目前市

场上很多非便携产品，甚至具有一些

独一无二的特别性能优势。

IPLEX G Lite 的主要优势包括：

1．可更换的光源模块，能让检

测人员在现场进行不同光源的更换。

包括白光LED光源，UV光LED光源，

IR 光 LED 光源，从普通的白光检测，

到细小近表面缺陷 UV 光检测，以及

到警用反恐或者大空间检测需求的 IR

光检测，这是市面上独创的设计理念，

开创了工业视频内窥镜设计的先河。

2. 图像黑匣子功能，IPLEX G 

Lite 整机启用了更快速处理能力更强

奥林巴斯科学事业统括本部副本部长赵新安为

IPLEX G Lite揭幕

奥林巴斯专利技术防油镜头

下接第18页
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德
国高科技设备领导制造商 Manz 集团宣布其激光玻

璃切割技术已正式进军医疗行业领域。Manz 集团

的 DLC 820 激光切割系统专为自动化生产超薄显

微镜玻璃而开发。该技术基于 Manz 的 M-Cut 激光切割

工艺，已在智能手机和平板电脑的生产方面证明其自身

价值，尤以保护加工材料、工艺清洁著称。

目前，全自动激光切割系统 DLC 820 是 Manz 全新

DLC 系列中可自由配置的激光切割系统的高端配置型号。

所使用的 M-Cut 激光切割工艺适用于医疗技术中对精度

和纯净度方面的高要求。M-Cut 代表改性切割：通过切

割出仅 2 微米宽度的线，超短脉冲皮秒激光器对加工的

玻璃基板进行了轻微的结构改变（类似于穿孔）。并且之

后能以可变的几何形状机械地分离显微镜载玻片和盖玻

片。DLC 820 可以全天候全自动运行，只需通过软件控制，

就可在无需模具的情况下调整成新的切割几何形状。与

传统机械切割工艺中的 0.4 米每秒速度相比，切割速度高

达每秒 1.8 米。

DLC 820 意味着更高的质量标准。通过使用 M-Cut

工艺，质量明显高于使用金刚石砂轮的传统机械切割。传

统机械解决方案会产生崩边，影响玻璃基板的抗断裂性。

与其他激光切割工艺相比，例如玻璃熔

化或蒸发，M-Cut 工艺提供了更大的优

势：边缘粗糙度小于 0.5 微米；M-Cut

还可以防止由激光高温引起的微裂纹

或轻微变色。

医疗研究和临床应用的显微镜载

DLC 820激光切割系统实现高精度和高纯净度切割

玻片和盖玻片通常采用机械方法进行切割，其种类非常多。

在世界各地，需要数十种不同玻璃厚度 (6～60微米 )尺寸，

并且用于医疗和制药行业的高达数十亿片。“使用 DLC 

820 激光切割系统，制造商可以大大提高生产效率，不仅

仅因为其产量比机械切割工艺高 4 倍”，Manz 的 DLC 激

光切割系统的产品经理 Anders Pennekendorf 强调，“此外，

我们的系统不再需要复杂的设置时间，所有流程都可以单

独使用软件进行配置。”

除了显微镜载玻片，整个 DLC 产品线还可应用于化

学强化玻璃制成的显示器玻璃，以及带传感器用于分子生

物学中的自动化高频分析的生物芯片。

Manz 集团的 DLC 820 激光切割系统的技术重点：

• 玻璃基板加工尺寸达到 1.5×1.5 米

• 激光切割速度达到每秒 1.8 米，比机械切割工艺快 4 倍

• 因为切割边缘的粗糙度小于 0.5 微米，所以不需要

重新抛光边缘

• 崩边非常小，可实现显微镜载玻片的高抗断裂性

• 全自动，无需模具，可通过软件进行配置：制造商

无需停止生产进行设置，可以快速更改小批量规格

• 可以进行异形切割

• 轻松集成在线测量技术—过程中自动校正，始终保持

高质量和高产出。

DLC 820在医疗技术方满足对精度和纯净度的高要求（图片来源：Manz集团）

采用M-Cut激光切割工艺，线性“穿孔”（直径仅为2微米）
（图片来源：Manz集团）

显微镜载玻片、透镜和显示器：M-Cut激光切割工艺在工件的几何形状方面没有任何限制
（图片来源：Manz 集团）


